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第1章 EMC定义 

1. 1 什么是EMC测试 
EMC 测试又叫电磁兼容测试，指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小（EMI）和抗干扰能力

（EMS）的综合评定，是产品质量最重要的指标之一。 

1. 2 测试目的 
EMC 测试的目的一是检测电子产品受外界磁场干扰时的抗干扰能力大小，二是检测产品所产生

的电磁辐射对人体、公共场所电网以及其他正常工作的电子产品的影响。 

1. 3 测试项目 
测试项目分为两大类：EMI（Electro-Magnetic Interference 电磁骚扰）和 EMS

（Electro-Magnetic Susceptibility 电磁抗扰度）。 

 具体分类如下： 

 EMI 测试项 1  RE（辐射，发射） CE（传导干扰） 

 EMI 测试项 2  Harmonic（谐波） Flicker（闪烁） 

 EMS 测试项 1  ESD（静电）  EFT（瞬态脉冲干扰） 

 EMS 测试项 2  DIP（电压跌落） CS（传导抗干扰） 

 EMS 测试项 3  RS（辐射抗干扰） Surge（浪涌雷击） 

 EMS 测试项 4  PMS（工频磁场抗干扰度） 
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第2章 设计注意事项 
为能够顺利通过测试认证，在使用我司触控系列芯片进行软硬件设计时应当注意以下要点。 

2. 1 改善EMI设计要点 
 在软件设计时： 

 有必要将串电阻接地的无用引脚设为输出低电平。（相关寄存器 Px、PxT、PxS） 

 适当降低TK扫描频率减少对外的电磁干扰。（相关寄存器 HR7P201、ES7P202-TKSEL 
ES7P203-TKFCTL） 

 在有硬件抖频的芯片上打开硬件抖频功能，可以大幅降低尖峰频率出现。 

 

图 2-1  将无用管脚接地 

 在硬件设计时： 
 选择合适的位置铺地也可有效地减少干扰。 

 

图 2-2  TK 通道串接电阻 

 
图 2-3  适当位置铺地 
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2. 2 改善EFT设计要点 
 主要需在硬件设计上注意： 

 去耦电容应尽量靠近芯片的电源和地管脚。 

 电源线可通过串接磁珠增强 EFT性能，磁珠应尽量靠近接插件接口位置。 

 连到触控芯片上的电源线不要再引出去驱动其它负载。 

 使用开关电源供电的系统 Y电容是不可忽略的。  

接入TK芯片的电源线
不要再驱动其他负载

去耦电容尽量
靠近芯片
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图 2-4  电源线布局示意图 
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2. 3 改善CS设计要点 
 确保硬件没问题，功能正常情况下，针对 CS 10V 动态测试有如下的软件优化方案： 

 启用抖频功能 

HR7P201、ES7P202 使用软件抖频，相关寄存器 TKSEL，在 tkm_config.h 中相应宏配置为 ON。 

#define  Auto_Jitter_software  ON //软件抖频开关该功能使用需打开去最大去最小开关 

ES7P203使用硬件抖频，相关寄存器 TKFCTL，在 tkm_config.h 中相应宏配置为 ON。 

#define  Auto_Jitter_hradware  ON //硬件抖频开关 
 启用 Guard 通道 

HR7P201、ES7P202 使用普通 TK 通道，ES7P203 固定为 TK0。 
 #define  TK_Guardsensor_output ON //降耦功能开关提升SNR 

 #define  TK_Guardsensor_setting PB0 //保护环，扫描时提高被扫通道信噪比，在休眠模式可设计

为唤醒通道。 

    #define  TK_GuardIOtrise_setting PBT0 
 PCB布板时在触摸盘外增加保护环。 

 
图 2-5  TK 保护环设计 

2. 4 防水处理设计注意点 
默认参数已对防水做过处理，仅需通过调整门限与基线更新时间以适应不同厚度的水的需求，调整

合适的参数可以做到薄水正常触摸厚水无响应。 
 #define  TK_BaseSamples_perscan 70  //基线更新 采样次数设定1--65535 
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第3章 注入电流调试示例 

3. 1 问题描述 
产品测试注入电流在 4M 频率左右发生了按键误触发情况。 

3. 2 初步分析 
触摸按键扫描的工作频率在 4M，怀疑同频干扰引起误触。 

3. 3 测试 
通过 TKM 观察测试时数据情况（相关的软件操作请参考触控 SDK 使用说明及 TKM 用户手册按键

调试相关内容）。 

 
从上图可以看到： 
1、当测试进行到 4M 左右时数据出现较大波动，在此频点系统易受影响。 
2、基线(图中紫色图线)也更新了，相比原值若是增加的不会导致按键触发，若是减小的一旦差值超

过超过门限将导致按键触发且锁定基线。  
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3. 4 分析 
1、在数据波动期间基线做了多次变化更新，对照参数设定设定值较小，变化过于频繁。（最新的 SDK
已将此参数与按键个数进行关联，可应对大多数情况） 

 
 
2、Jitter_level1_Threshold 用于判定当前采样数据波动情况，若超过此设定值就锁定基线不更新。

从 TKM 的测试数据来看基线并未被锁定，结合异常时的数据和设定参数可以判断此设定值较大，

无法起到锁定此时基线的作用。（最新的 SDK 已将此参数与阈值进行关联，可应对大多数情况） 

 

 
3、TKSEL 寄存器会设定 TK 模块工作的频率，结合数据波动情况改变工作频率可以避开同频干扰。

（最新的 SDK 默认使用软件抖频，可应对大多数情况） 
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3. 5 改善 
通过以上测试分析，修改软件中以下几点  
1、增加跳频处理，避开同频干扰  
2、增加 TK_BaseSamples_perscan 基线更新的时间  
3、减小 Jitter_level1_Threshold 的值 

 
修改后相同测试条件下数据波动情况明显改善，未发现按键误触情况。 
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